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報  名  表 
報名者資料

中文公司名稱 :                                                                               

英文公司名稱 :                                                                               
公司地址 :                                                                                   

聯絡人:                               電話:                       e-mail:                       

(TSIA 會員    (非會員
	英文姓名
	Title
	e-mail
	請勾選欲搭乘之交通車

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	報名費
	Early bird
	現場報名

	會員
	NT$500
	NT$1000

	非會員
	NT$2,000
	NT$3000

	 論文發表者
	NT$500

	註
	會員意指台灣半導體產業協會之公司。屬會員公司之員工視為當然會員。


· 大會提供新竹台北間交通車，請勾選欲搭乘交通車

    (a. 上午7:00 科技生活館出發（SEMICON Taiwan 專車 ）  (b. 下午17:50 
付款方式： 
(1) ( 郵局匯票或支票 : 
      抬頭：中華民國台灣半導體產業協會，郵寄至新竹縣竹東鎮中興路四段195號51館1246室，

      中華民國台灣半導體產業協會黃佳淑小姐收
(2) ( 銀行電匯 :
受款人：中華民國台灣半導體產業協會；銀行帳號：016-001-03685-1；

      受款銀行：台灣土地銀行 新竹分行
      （註明： 公司名稱+e-Manufacturing 2009）

(3) ( ATM 轉帳:
受款銀行：台灣土地銀行代號005；帳號：016-001-03685-1(請將匯款收據影本傳真至03-5820056 黃佳淑小姐 以核帳)
	請將報名表e-Mail 至: candy@tsia.org.tw  或傳真至 : +886-3-5820056  江珮君小姐
聯絡人: 江珮君小姐  Tel : +886-3-5913181
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	Conference Secretariat
	
	
	
	

	Ms. Celia Shih
	
	Tel: +886-3-5917092
	Fax: +886-3-5820056
	E-mail: celia@tsia.org.tw

	Rm. 1246, Bldg. 51, 195, Sec. 4. Chung Hsing Rd., Chutung. Hsinchu, 310 Taiwan R.O.C



[image: image1.png][image: image2.jpg][image: image3.jpg][image: image4.png][image: image5.png][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]